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概要 効率的かつ工業的実用化が可能な信頼性評価技術の開発が急務である背景に，フレキシブルプリント配線板の評価

モデル試料として櫛型配線カバーレイコート 2層銅張積層板(CCL)を作製し，絶縁劣化加速試験を行った。この試験系における

任意の試験時間に，交流インピーダンスの周波数分散を測定し，コールコールプロットにより解析した。その結果，試料の短

絡故障以前にワールブルグインピーダンスが観測され，イオンマイグレーションによる絶縁劣化の予測的信号になりうること

が明らかとなった。また，銅元素の視覚的な拡散の様子，イオンマイグレーションの形状も観察することができた。

Abstract
The AC Impedance Method is commonly used to analyze the reaction mechanism in the occur-

rence and growth of electrochemical migration (ECM) on the surface of printed circuit boards. We

applied this method to cover-lay coated double-layered Copper Clad Laminate (CCL) for Flexible

Printed Circuit Boards (FPC). This examination was part of a deterioration acceleration test. We de-

scribed impedance data corresponding to each frequency in a Cole–Cole plot. As a result, we could

observe the Warburg impedance before insulation deterioration caused the sample to break down.

In addition, we were able to visually monitor the state of diffusion of a copper element.
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